
Subsystem Design
利用集成运算放大器进行信号采集

1 说明

该子系统用于演示 MSPM0 运算放大器 (op amp) 和单个 ADC 通道如何满足两种不同的传感器输入要求。
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图 1-1. 单位增益缓冲器
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图 1-2. 可编程增益为 2 的运算放大器

该子系统由单一运算放大器架构组成，使用 MSPM0 的内部 OPA 和单通道 ADC 实现该架构。图 1-1 采用通常称

为单位增益缓冲器的可编程增益，放大输入信号。图 1-2 具有可编程增益 2，可根据设定的增益放大输入信号。

2 所需外设

表 2-1 介绍了所需的集成外设。

表 2-1. 所需外设

子块 使用的外设 注释

输入/输出电压测量 ADC12 监测 OPA0 输出

3 设计步骤

请按照以下步骤来进行设计：

1. 使用一个 ADC 通道配置运算放大器

2. 从缓冲区开始为系统加电并初始化外设

3. 测量输出电压并转至下一个传感器

4. 无法识别输入信号时休眠。

4 设计注意事项

电压范围定心：向单位增益缓冲器的输入施加 0V 至 3.3V 的电压。对于可编程增益为 2 的运算放大器、施加 0V 
至 1.65V 的电压。
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5 软件流程图
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图 5-1. 软件流程图

6 器件配置

此子系统利用 TI 的 SysConfig 图形工具来配置所有必要的外设。使用图形界面配置器件外设可简化应用原型设计

过程。

软件流程图 www.ti.com.cn
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7 应用代码

主循环运行的序列包括读取 ADC 结果、添加断点以及在输出电压确认后继续进入下一个传感器。

图 7-1. signal_sacquising.c 代码
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8 其他资源

• 德州仪器 (TI)，下载 MSPM0 SDK
• 德州仪器 (TI)，详细了解 SysConfig
• 德州仪器 (TI)，MSPM0G LaunchPad™ 开发套件

• 德州仪器 (TI)，MSPM0 Academy

9 E2E
请访问 TI E2E™ 支持论坛查看讨论并发布新主题，以获得在设计中使用 MSPM0 器件的技术支持。

10 商标
LaunchPad™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。
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